
为了应对
。该产品拥有卓越的填孔能力与孔内铜复盖能力，特别适用于          (通孔导体)产品，确保更高效的

制程与更优秀的电镀性能。

及 市场的蓬勃发展，施洛特全新研发了电镀沉积铜产品

封装

重布线层

电镀铜系统
适合玻璃基板的电镀铜系统

产品优势

应用领域 足迹


